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Qualifikation von Lotpasten

Haftfestigkeit, Benetzungsfähigkeit 
und Ablegierverhalten bleifreier Lote

Beitrag zum EUREKA-Projekt LEADFREE E! 2368
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Kapsch Components KG

Ziel der Untersuchung

>  Unweltfreundliche und wirtschaftlich vertretbare 
Anwendung von bleifreien Lotpasten

>  Zuverlässigkeit von Lötverbindungen
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Kapsch Components KG

Untersuchungszeitraum

>  Beginn der Untersuchung: Juli 2000

>  Beitritt zum EUREKA-Projekt LEADFREE : Juni 2001

>  Ende: Oktober 2003
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Kapsch Components KG

Projektmitarbeiter

>  10 Mitarbeiter der Kapsch Components KG

>   4 Mitarbeiter der Technischen Universität Wien
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Kapsch Components KG

Legierungen

Legierung Schmelzpunkt

96,5Sn-3,5Ag 221°C

95,5Sn-3,8Ag-0,7Cu 217-218°C

96,2Sn-2,5Ag-0,8Cu-0,5Sb 215-217°C

95,8Sn-3,5Ag-0,5Cu-0,2Sb 217-221°C

89Sn-8Zn-3Bi 193-199°C

Reaktionslot Sn-Cu+Starteutektikum 220-225°C
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Matrix
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Initialtests

Prüfung Sollwerte

Metallgehalt ± 1% der Herstellerangabe      DIN 32 513

Silbergehalt Legierungsabhängig EN 29 453

Konturenstabilität Kein Zusammenfließen         DIN 32 513

Solderballing-Test Keine Tochterkugeln           DIN 32 513

Korrosion (Röhrchentest) Keine Korrosion DIN 8516

Elektrolytische Korrosion
Kein Dendritenwachstum 

Isolationswiderstandsänderung max. 103 DIN 32 513

Kontamination < 1,5 µg/cm2 äquiv. NaCl NT CS 5040.02

In Anlehnung an 
Norm

DIN 32 513Größe der Lotkugeln 20 - 45 µm
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Konturenstabilität

>  Pastendruck mittels Schablone auf Keramiksubstrat

>  Lagerung 1 h bei Raumtemperatur

>  Lagerung 20 min bei 80°C
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Konturenstabilität

Kein Zusammenfließen über 0,2 mm Pitchabstand
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Kapsch Components KG

Konturenstabilität

Bis Pitchabstand 0,5 mm zusammengeflossen
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Kapsch Components KG

Konturenstabilität


